Dionysys — Entwurfsmethoden flr hochfrequente

Systems in Package

Neues Ekompass-Projekt gestartet

Systems-in-Package (SiP) ermoglichen innerhalb eines Schaltkreisgehauses die Integration sehr kom-

plexer Systeme, die aus verschiedenartigen Baugruppen bestehen. Der Entwurf dieser Systeme ist mit

den aktuellen, auf System-On-Chip ausgerichteten Entwurfswerkzeugen nicht mit der gewiinschten
Effizienz moglich. Das Forschungsvorhaben Dionysys erarbeitet EDA-Lésungen fiir SiP mit analogen und

Hochfrequenzbaugruppen.

C LT L]

LTI (1LY

-
z
=
-
=
=
g
=
-

PESEIERL 5L

L LA LLL]

Abbildung 1.18: System in Package Designstudie
(Quelle: Infineon Technologies AG)

Der Funktionsumfang elektronischer Gerate nimmt
immer weiter zu. Gleichzeitig werden diese kleiner

und energiesparender. Grundlage dafir ist die stei-
gende Integration des Systems, die bislang vor allem
durch System-on-Chip (SoC) ermdglicht wurde. Die
unterschiedlichen Komponenten eines elektronischen
Systems konnen jedoch nicht immer optimal als SoC in
einer einzelnen Schaltkreistechnologie realisiert wer-
den. Das ist besonders dann der Fall, wenn das System
Sender und Empféanger im Hochfrequenz- (HF) Bereich
oder mikromechanische Sensoren enthélt. Eine Losung
dieses Problems bieten die System-in-Package (SiP).
Bei dieser Technologie werden verschiedene Integrierte
Schaltungen (IC) mit passiven Bauelementen und Sen-
soren in einem einzigen Gehéause, dhnlich denen fir
SoC, integriert. Durch die mégliche Partitionierung in
mehrere |C kann man fir die unterschiedlichen System-
teile speziell angepasste, mit weniger Fertigungsschrit-
ten ausgestattete Halbleitertechnologien verwenden.
Die Einzelteile werden auf einem Modulsubstrat ange-
ordnet und Uber dieses wie auch Uber Bonddrahte mit-
einander verbunden (Abbildung 1.18). Auf diese Weise
kénnen grofde Systeme mit verschiedensten Kompo-
nenten in einem kompakten Baustein realisiert werden.

Anforderungen an EDA

Bereits in den 70er Jahren wurde das Multi-Chip-
Module- (MCM-) Konzept als Vorlaufer der SiP-Tech-
nologie entwickelt. Dabei wurden in der Regel nur
zwei Schaltkreise, meist gut zusammen passende Ein-

heiten wie Speicher und Prozessor, in einem Gehause
zusammengefasst. Meist wurden diese beiden Schalt-
kreise auf einen Standardstreifen mit ausreichend

Pins geklebt, einzeln gebondet und anschlieRend
vergossen. Ein Substratdesign fand dabei nicht statt.
Aufgrund der geringen Komplexitat wurde ein durchge-
hender Design-Flow nicht vermisst.

Das SiP weist aber gegentber dem MCM eine hdhere
Komplexitat auf und bietet aufgrund der fortgeschrit-
tenen Substrat- und Packaging-Technologie mehr
Integrationsvarianten. Beispielsweise kdnnen fir HF-
Baugruppen bendtigte Kapazitdten und Induktivitaten
im Modulsubstrat realisiert werden, um die Flache des
Einzel-ICs zu reduzieren. Das System wird aus komple-
xen Einzel-ICs verschiedener Technologien zusammen-
gesetzt, wobei nur ein Teil der Pins der Einzel-ICs von
aufden erreichbar ist.

Der Entwurf dieser Systeme ist mit aktuellen, auf SoC
ausgerichteten Entwurfswerkzeugen nicht mit der
gewlnschten Effizienz méglich. Ein optimales SiP-
Design erfordert eine enge Interaktion zwischen IC und
Substratdesign, letzteres ahnelt dem herkdmmlichen
Leiterplattenentwurf. Herausforderungen an den Ent-
wurfsablauf entstehen durch:
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